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Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen Uber das Geschaft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten.
Begriffe wie "konnen", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwdgen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schatzen",
Abwandlungen solcher Begriffe oder dhnliche Ausdriicke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben
die gegenwartigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche auBerhalb des AIXTRON
Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die
zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukinftig nicht
eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so kdnnen die tatsachlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von
AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdriicklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies
kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsachlich von AIXTRON erhaltenen Kundenauftrage, den Umfang der Marktnachfrage nach
Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endglltigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die
Finanzierungsmdglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen flr Depositionsanlagen, und das makrodkonomische Umfeld,
Stornierungen, Anderungen oder Verzogerungen bei Produktlieferungen, Beschrankungen der Produktionskapazitit, lange Verkaufs- und
Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verscharfung des Wettbewerbs,
Wechselkursschwankungen, die Verfiigbarkeit 6ffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Anderung verfiigbarer Zinskonditionen, Verzégerungen bei der
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in
offentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwartigen Einschatzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser
Mitteilung verfiigbaren Informationen. AIXTRON {ibernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Uberpriifung zukunftsgerichteter Aussagen wegen
neuer Informationen, kinftiger Ereignisse oder aus sonstigen Griinden, soweit keine ausdrlickliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Ubersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maBgebliche Fassung des Dokuments der englischen
Ubersetzung vor.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®, Gas Foil Rotation®,
Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, Trilet®,
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Hauptversammlung 2017 Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestel

des gebi

TOP 1
ten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2016,

des Lageberichts fur das Geschaftsjahr 2016,

ligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016,

des Konzernlageberichts flr das Geschaftsjahr 2016 und
des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erlauternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
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Redebeitrag zu Tagesordnungspunkt 1

Kim Schindelhauer

Vorstandsvorsitzender

Dr. Bernd Schulte

Vorstand
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Kennzahlen AIXTRON SE (HGB)*

(Millionen EUR)

Umsatzerldse 149,3 141,6 -5
Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit -31,0 -31,8 -3
Jahresergebnis (nach Steuern) -33,5 -32,8 +2
Ergebnisvortrag -53,6 -87,3 -63
Bilanzverlust -87,3 -120,5 -38
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Konzern-Finanzkennzahlen 2012-2016
Umsatz (IFRS) in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR

250 2278
I
197,8 ]
200 182,90 1938 196,5 7,9

-25 -16,4
150 -50 41,3
100 -75 -67,9
-100
5
-125 1156
2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

o

o

Betriebsergebnis (EBIT) in Nettoergebnis in Mio. EUR
Mio. EUR 0 -
267 -21,4
-50 ' -75 62,5
-75 -58,3 100 ’
-100 "
175 95,7 4125 101
-150 -132,3 -150 1454

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2016*

(Millionen EUR) 2015

Umsatzerlose

Herstellungskosten
Bruttoergebnis

%

Vertriebskosten

Allgemeine Verwaltungskosten

F&E

Sonstige betriebliche
(Ertrage)/Aufwendungen

EBITDA
Betriebsergebnis (EBIT)
%
Ergebnis vor Steuern
%
Nettoergebnis
%

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung méglich

197,8
147,9
49,8
25
11,5
16,3
55,4

(_6/7)

-16,4
-26,7
-14
-26,0
-13
-29,2
-15

2016

196,5
140,2
56,3
29
13,8
17,1
53,9

(_712)

-7,9
-21,4
-11
-21,0
-11
-24,0
-12

+52
+20

+3 pp
-19

+2 pp
+18

-3 pp
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Konzernbilanz 2016*

(Millionen EUR) 31/12/15 31/12/16 %
Sachanlagen 81,3 74,2 -9
Geschafts- und Firmenwert 75,9 74,6 -2
Sonstige immaterielle Vermdgenswerte 6,4 5,4 -16
Sonstige langfristige Vermdgenswerte 3,9 2,4 -38

Langfristige Vermogenswerte 167,6 156,5 -7
Vorrate 70,8 54,2 -23
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 26,0 60,2 +132
Sonstige kurzfristige Vermdgenswerte 8,2 5,2 -37
Liquide Mittel/ sonstige Finanzielle Vermdgenswerte 209,4 160,1 -24

Kurzfristige Vermogenswerte 314,4 279,7 -11

Eigenkapital 396,5 369,7 -7

Langfristige Schulden 3,6 4,2 +17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 9,8 14,6 +49
Erhaltene Anzahlungen 24,0 26,1 +9
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 48,0 21,6 -55

Kurzfristige Schulden 81,8 62,3 -24

Bilanzsumme 482,0 436,2 -10

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung méglich

AIXTRON
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Kapitalflussrechnung 2016*
(Millionen EUR) 2015 2016
Nettoergebnis -29,2 -24,0
Bereinigt um
Nicht zahlungswirksame Posten 12,5 15,7
Anderungen im Umlaufvermogen -28,9 -29,4
Cashflow aus operativer Tatigkeit -45,6 -37,7
Investitionsaufwendungen -19,3 -9,4
Finanzierung / Wahrungseffekte 4,2 -2,0
Gesamt-Cashflow (ohne Veranderung der Zahlungsmittel) -60,7 -49,1
Liquide Mittel & Guthaben 209,4 160, 1
*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung méglich
CHINT I 1IN
FoiZNHINL
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Q1/2017

= Starker Auftragseingang (EUR 61,9 Mio. ), Anlagen-Auftragsbestand (EUR 85,9 Mio.) und Umsatze —
Prognose bestatigt (2017 Umsatz & Auftragseingang EUR 180 — 210 Mio.)

= OLED/OVPD: Weiterer technologischer Meilenstein erreicht

= NASDAQ Delisting und SEC Deregistration abgeschlossen

= Wiederaufnahme in TecDAX Index im Marz nach vorriibergehendem Ausschluss im Dezember
= Sammelklage in den USA: In allen Punkten zuriickgewiesen

= Weltmarktfuhrer fir MOCVD-Anlagen 2016*

*) Gartner: Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2016 (Marz 2017)
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Q1/2017%*

12

Q4/16 vs. Q1-/17

(Millionen EUR)

Umsatzerlose
Herstellungskosten (Q1/17 /nk/. € 1m TFOS-Abschreibungen)
Bruttoergebnis
%
Vertriebskosten
Allgemeine Verwaltungskosten
F&E (Q1/17 /nkl. € 5.6m einmalige TFOS-Abschreibungen)
F&E (Q1/17 bereinigt um einmalige TFOS-Abschreibungen)
Sonstige betriebliche (Ertrage)/Aufwendungen
EBITDA
EBIT
%
EBIT (Q1/17 bereinigt € 6,6 Mio. TFOS-Abschreibungen)
Nettoergebnis

Nettoergebnis (Q1/2017 bereinigt € 6,6 Mio. TFOS-Abschreibungen)
%

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung méglich

Q1/16

21,4
18,3
3,1
15

2,9
3,8
13,3
13,3
(2,2)
11,7
-14,7
-69
-14,7
-15,5
-15,5
-/2

Q4/16

89,8
60,5
29,4
33
4,8
5,0
14,4
14,4
(2,7)
12,5
7,9
9
7,9
6,4
6,4
/

Q1/17

53,6
40,0
13,6
25
2,6
4,3
19,7
14,1
(0,2)
-6,0
-12,7
-24
-6,1
-13,5
-6,9
-25
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Konzernbilanz Q1/2017*

(Millionen EUR)

Sachanlagen
Geschafts- und Firmenwert
Sonstige immaterielle Vermdgenswerte
Sonstige langfristige Vermdgenswerte
Langfristige Vermogenswerte
Vorrate
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen
Sonstige kurzfristige Vermdgenswerte
Liquide Mittel und Guthaben
Kurzfristige Vermoégenswerte
Eigenkapital
Langfristige Schulden
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen
Erhaltene Anzahlungen
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Schulden
Bilanzsumme

*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung méglich

31/03/16 31/12/16

31/03/17

68,9
74,5
5,2
2,1
150,6
49,9
29,6
5,6
193,6
278,6
356,7
4,2
15,2
30,5
22,6
68,3
429,2
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Kapitalflussrechnung Q1/2017*
(Millionen EUR)
Nettoergebnis 155 6,4 -13,5
Bereinigt um
Nicht zahlungswirksame Posten 3,7 5,9 7,3
Anderungen im Umlaufvermégen -7,6 -15,0 40,8
Cash Flow aus operativer Tatigkeit -19.4 -2,7 34,6
Investitionsaufwendungen -5,1 -2,2 -1,3
Finanzierung / Wahrungseffekte -2,7 1,3 0,3
Gesamt Cashflow (ohne Veranderung der Zahlungsmittel) -27,2 -3,6 33,6
Liquide Mittel & Guthaben 1819 160, 1 193,6
*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung mdglich
ZHINT 1IN
FoiZNHINL
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Strategie

AIXTRON's Technologie-Portfolio
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AIXTRON's Technologie-Portfolio — ,,PRO's™ / ,,CON's" / Strategie

AIXTRON SE \
Kerntechnologie Innovation
Scouting
Opto & Power /

F&E Aufwendungen 2016 EUR 54 Mio. / 28% des Umsatzes

~PRO'S"

« Breites Produktportfolio fur

Zukunftstechnologien

— Anwendungen

Unterschiedliche _ Kunden

« GroBes Umsatzpotenzial in unterschiedlichen

Absatzmarkten

»CON's"
« Immense Forschungs- und Entwicklungskosten

« Ungenaue Markteinfiihrung der einzelnen

Technologien

AIXTRON
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AIXTRON's Technologie-Portfolio — ,,PRO's™ / ,,CON's" / Strategie

Strategie

= Entwicklungsportfolio wird klar getrennt und gdf. in
selbststandige Einheiten Gberflihrt

= Partnerschaften / Joint Ventures fir einzelne

Technologiebereiche...

.. mit:

AIXTRON SE \ )
MOCVD Kerntechnologie Innovation

Scouting
Opto & Power / Projektpartner

NANO
Kern-
technologie

» Strategischen Investoren (V.C.)

.. Zur Ressourcenbereitstellung:

= Produkt- / Zielorientierte F&E

Partner fir
ausgewahlte
Projekte

= Schnellerer Marktzugang

i = Industriepartnern und/oder
i = Finanzierung der F&E

= Zeitweise Ruhendstellung von Entwicklungen (TFOS)

AIXTRON
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Aktuelle Entwicklung Auftragseingang und Auftragsbestand
(Millionen EUR)

Auftragseingang?)

Auftragsbestandl)

(nur Anlagen)

Gesamtumsatz?
(einschlieBlich Anlagen,
Service und Ersatzteilen)

Q1/2017

1) USD basierte Auftragseingdnge und Auftragsbestand wurden zum Budgetkurs umgerechnet (2016 & 2017: 1,10 USD/€)
2) USD basierte Umsatzerlose wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs der Periode umgerechnet (2016: 1,11 USD/€; Q1/2017: USD/€ 1,07)

09. Mai 2017 | Pullman Aachen Quellenhof
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2016 - Weltmarktfuhrer bei MOCVD

Source: Gartner (March 2017)

= 000

Optoelektronik
43%

LED
33%

AIXTRON 2016
veeco 2016 550/ AIXTRON
MOCVD MOCVD
Marktanteil Umsatz
[Gartner] nach
Anwendungen

Sonstige
6%

Taiyo Nippon Sanso
8%

’  Leistungselektronik
18%
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Weltweite Wettbewerber von AIXTRON

Verbindungs- G@As/InP Vi
- Optoelectronics, VECCO c TAIYO NIPPON SANSO
halblelter ROY LED " The Gas Professionals
=L> o
GaN LED T\,,7PP(”( _G-)AML ¢ ‘J TAIYO NIPPON SANSO
GaN Power Veeco ‘/ TAIYO NIPPON SANSO
2
SiC Power PE)
S O WONIK IPS
Silizium-
ha|b|6itel‘ S ®Hitachi Kokusai Electric Inc.
- O WONIK IPS Canon
Organlsc_he SF/k CANON TOKKI CORPORATION
Elektronik JUSLNG

/X e systems ULVAC
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Unser Technologieportfolio

21

LEDs, Laser und
Optoelektronik

* LEDs flr Displays, TVs,
Handys, Tablets, etc.

* LEDs fiir Beleuchtung

* LEDs flir Automobile

* LEDs fiir
Datenkommunikation

e Laser fir
Telekommunikation

« Photovoltaik
g

Steigende Nachfrage nach
moderner Optoelektronik

Verbindungshalbleiter

MOCVD

Organische

Materialien

ALD / CVD / (MOCVD) OVPD® / PVPD® / TFE
GaN / SiC

Leistungshalbleiter Organische Elektronik

Siliziumhalbleiter

* Dielektrik und Metallelektro « OLEDs fiir Displays:
den fir DRAM-Speicher

* RF Transistoren

» AC-DC Umrichter

* DC-DC Umrichter

* Solarzellen

* Antriebsmotoren (zur
Anwendung in der
Industrie, im Auto
und in der Unterhal-
tungselektronik)

+ Interpoly Dielektrik, Metalle « OLEDs fiir Beleuchtung

+ Organische, flexible
Elektronik

* Organische Photovoltaik

« Dinnfilmverkapselung
organischer Materialien

fur Flash-Speicher

* Gate Stacks fiir
Prozessoren

* ReRAM und PCRAM

» Hochmobile Kandle fiir
Prozessoren

Produktionsqualifikation
mit Kunden

Nachfrage durch
Wachstum bei 3D NAND

Nachfrage durch
neue Anwendungen

TVs, Handys, Tablets, etc.

Kohlenstoff-

Nanomaterialien

PECVD

Graphen, 2D Nano
CNTs und CNWs

 Transistoren

+ Schaltungen

* Flexible Elektronik
« Energiespeicherung
» Sensoren, etc.

Steigende Anlagen-
nachfrage erwartet:

Nach 2018
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Vielen Dank fiur Ihre Aufmerksamkeit!

AIXTRON SE
Dornkaulstr. 2
52134 Herzogenrath
Germany
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